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【54】名　　稱：複合二極體晶片模組
【21】申請案號：114305655 【22】申請日： 中華民國 114 (2025) 年 12月 02日
【72】設 計 人： 蘇柏維 (TW) SU, BO-WEI；葉佳明 (TW) YEH, CHIA-MING；李家德 (TW)

LI, CHIA-TE
【71】申 請 人： 台亞半導體股份有限公司 TAIWAN-ASIA SEMICONDUCTOR

CORPORATION
新竹市力行五路 1號

【74】代 理 人： 林義傑；劉彥宏；丁國隆
【56】參考文獻：

TW   D138763
TW   D148333
TW   D231087
KR   3003818350000
KR   3006790020000
KR   3007769010000
KR   3010281320000

TW   D140991
TW   D210346
CN   305428770
KR   3006624850000
KR   3007524100000
KR   3010134170000

審查人員：蔡垂宏

設計說明

圖式中所揭露之虛線，為本案不主張設計之部分。

立體圖 1及立體圖 2為本設計物品於不同視角的立體圖。
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